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Mietosystéms
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. Zum Programm

Die Anforderungen an die Baugruppe steigen. Immer mehr und immer
unterschiedlichere Funktionen mussen auf dem Board untergebracht
werden. Gleichzeitig verlangen die Anwendungen nach einer hohen
Zuverlassigkeit. Wie kénnen Sie als Unternehmen auf diese Herausfor-
derungen antworten?

Der Workshop ,Multifunktionales Board — Technologien fur zu-
kiinftige Baugruppen” gibt im ersten Teil einen Uberblick tiber aktuel-
le Trends in der Baugruppenintegration und die dazugehérigen aktuel-
len und zukinftigen Einzeltechnologien.

Der zweite Teil vermittelt einen umfassenden Einblick in die rele-
vanten Baugruppentechnologien, angefangen bei der Substrataus-
wahl Uber geeignete Metallisierungssysteme und Kontaktierprozesse
wie Kleben, Léten und Drahtbonden bis hin zur Verkapselung bzw.
zum Coating. Einen Schwerpunkt stellt die bleifreie Lottechnik dar,
wobei neben Problemstellungen wie Porenbildung auch neueste Er-
kenntnisse aus der Lotentwicklung diskutiert werden.

Im dritten Teil wird die Zuverlassigkeit von Baugruppen behandelt.
Welche Analyseverfahren stehen zur Qualitatssicherung zur Verfu-
gung? Welche material- und belastungsbedingten Versagensmecha-
nismen sind relevant? Und letztendlich werden Hinweise gegeben, wie
die Zuverlassigkeit in Experiment und Simulation vorherbestimmt wer-
den kann.

Embedded IC

Chip on Flip Chip

- Vi ‘ -

Image Sensor -

Integrated Passives
-
Csp

. Wer sollte teilnehmen?

Fachleute aus Entwicklung, Fertigung, Qualitatsicherung und
Zuverlassigkeit sowie Experten aus der Automobilindustrie, der
Luft- und Raumfahrttechnik, der Medizintechnik und der In-
dustrieelektronik.

. Programm

24. Januar 2008

10.30 BegriiBung und Einfuhrung
Harald Ptter

Multifunktionales Board —
Technologien und Komponenten
10.45 Multifunktionales Board —
Auf dem Weg zur zuklnftigen Baugruppe

Trends in der Systemintegration und Baugruppenintegration, Vorstellung aktueller
und zukdnftiger Einzeltechnologien, Ausblick auf die Veranstaltung

Prof. Dr. Wolfgang Scheel

11.30 Substrate und Komponenten —
Verfligbarkeit und Anschlusskonfigurationen

Substratmaterialien und Komponentenbauformen, Metallisierungen und Metallisierungs-
verfahren fir Substrate und Komponenten, Verflagbarkeit von Komponenten

Ralf Schmidt

Montage durch Léten
13.00 Montageprozesse fir ,Flip Chip“-, ,Chip Size
Package”-, QFN- und SMD-Komponenten

Drucken des Lotdepots, Lotpasten und Lotpastenauswahl, Bestiickung, Létverfahren und
Prozessfiihrung, (Herausforderung 01/005)

Tina Thomas / Karl-Friedrich Becker

13:45 Lotsysteme — Status Quo und Trends

Vorstellung Lotsysteme, bleifreie/ bleihaltige Lote, Metallurgie der Létverbindung (Phasen-
bildung, Gefiuge), Porenbildung (u.a. bei Leistungshalbleitern)

Matthias Hutter

Montage durch Kleben
15.30 Klebeprozesse fur Dies

Grundlagen des Klebens, Technologie des Die-Klebens
(Dispensen, Drucken oder Folienauftrag, Prozessregime), Qualitatssicherung

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
16.15 Flip Chip-Klebetechnologien fiir das
multifunktionale Board

Verfahren, Anwendung, Zuverlassigkeit, Herausforderungen

Julian Haberland / Barbara Pahl

25. Januar 2008

Drahtbonden
8.30 Drahtbondtechnologie -
Verfahren und Anforderungen an die Substrate
Wirkprinzipien, Substrate, Oberfldchensysteme, Drahtwerkstoffe, Abldufe
Stefan Schmitz

9.30 Qualitatssicherung beim Drahtbonden

Bondkontaktgeometrien, Pull- und Schertestkriterien,
Visuelle und mechanische Qualitatstests

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

Verkapselung und Einbetten von
Komponenten und Baugruppen
10.15 Verkapselung — Coating, Underfiller, Glob Top, Molding

Verkapselung auf Substratebene, SiP- und Komponentenverkapselung,
Interfaceproblematik, Qualitdtsanforderung

Karl-Friedrich Becker

11.00 Einbetttechnologien — Hochstintegration in der Leiterplatte
Einbetten aktiver und passiver Bauelemente in starre und flexible Leiterplatten
Lars Bottcher

Integration optischer Funktionalitaten
11.30 Elektro-optisches Board

Integration von optischen Leiterbahnen in das Board,
Ankontaktierung opt. Komponenten

Dr.-Ing. Henning Schréder

Zuverlassigkeit von Baugruppen -

Versagensmechanismen und Analyseverfahren

13.00 Zuverlassigkeit von Baugruppen —
Ausfallursachen und Analyseverfahren

Tests zur beschleunigten Alterung, Analytische Methoden
fir die Fehleranalysen

Dr. Klaus Halser

13.30 Ausfallursachen und AbhilfemaBnahmen bei
metallischen Werkstoffen

Interdiffusion (Phasen- und Porenwachstum),
Korrosion, Temperatur- und mechanische Wechselbelastung

Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow

14.00 Zuverlassigkeit und Ausfallursachen von
polymeren Werkstoffen
Delamination, Feuchtediffusion, Degradation, Popcorning

Tanja Braun

14.45 Thermisches Management und Zuverlassigkeit in
Experiment & Simulation

Thermisches und thermo-mechanisches Design, Materialcharakterisierung, Modellie-
rung, Lebensdauermodelle, Messtechnik und Fehleranalyse

Dr.-Ing. Bernhard Wunderle
15.30 Abschlussdiskussion

Méglichkeit zur bilateralen Diskussion mit den Vortragenden



